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内容

锐杰微先进封装系统开发

锐杰微集团介绍

锐杰微先进封装/Chiplet规划
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锐杰微先进封装系统开发

锐杰微集团介绍

锐杰微先进封装/Chiplet规划
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先进封装系统开发
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市场主要先进封装
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市场主要先进封装 –TSMC

TSMC 3DFabricTM
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市场主要先进封装 –2.5D芯片互连方式

TSMC CoWoS

三星 I-Cube

TSMC InFO_oS

Intel EMIB

RDL 2/2um,
up to 5lyrs
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Chiplet技术标准 –封装技术相关
UCIe 互连技术联盟
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锐杰微先进封装产品

TSV 2.5D转载板设计
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锐杰微先进封装产品

DDR/Flash  RDL + Bumping
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锐杰微先进封装系统

集成微系统开发
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锐杰微先进封装系统–成功案例
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合作伙伴
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锐杰微先进封装系统开发

锐杰微集团介绍

锐杰微先进封装/Chiplet规划
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集团简介

锐杰微科技集团是一家提供高端芯片封测服务的方案商。聚焦封装方案设计&封装加工制造。

集团具有数百高端复杂、高算力/S i P芯片封装项目管理和交付经验，服务超过百家科研院所和

高端商业客户。

集团拥有国内领先的封装设计、仿真、制造和成品测试团队。已建立一套完整的封装设计标准、

生产管控流程，质量保证体系，配备先进规模化的加工&测试产线。

集团与产业链保持良好的合作关系，利用在新材料、新工艺和新结构的前沿性研究成果，布局集

成电路第三代封装技术-Ch i p l e t，参加CC I TA等组织封装标准制定。

集团秉承“品质为本，勇于创新”的理念，致力于为客户提供卓越的产品和服务。
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集团历程
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集团布局
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组织架构
董事会

董事长/集团
CEO

先进封装
研究院 研发部

市场/销
售部

TPM 苏州基地

建设指挥部

郑州基地

工艺

设备

生产

质量

计划

公共事业
部

采购 财务 人事

董事长助理
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高管团队

孙青
集团副总裁

西班牙穆尔西亚大学，
硕士，工商管理专业，
高级采购师证，擅长
MRP、JIT、6σ管理、采
购绩效管理、成本管
理，有丰富采购专业知
识。熟悉半导体产业国
内外材料、设备资源。

杭州电子科技大学，电子
工程系，20多年电子信息
行业研发、企业管理经
验。先后服务于杭州东方
通信、北京德信、上海晨
讯科技等国内一流的手机
设计公司。2 0 0 9年、
2014年先后合伙创立上海
晨想，上海卡布奇诺等科
技企业，主持发明10多项
国内专利。

潘宪峰
制造基地总经理

20多年的封装加工制造经
验及优秀领导能力，先后
帮助华南地区中小企业建
立整条封装加工线，拥有
丰富的工艺生产制造管理
经验，对FcBGA等高端封
装产品的加工制造，晶圆
CP测试，成品FT测试拥有
丰富经验。

1995年毕业于南京林业大
学，2001年加入金朋，从事
工艺工程师、设计工程师，
到设计部经理，再到STATS
ChipPAC亚太区技术市场副
总监，熟悉从PDIP、SOIC、
QFP、TSOP等引脚类产品，
及PBGA FBGA，FcFBGA，
FcBGA等基板类产品，和
Wafer 类 Fan-in/Fan-out 产
品。

金伟强
研发副总

卓建方
TPM高级总监

1994年毕业于西安交通大
学电子工程系。拥有超过
20年的软／硬件市场销售
经验。先后供职于华为及
Sigrity，Cadence，
Mentor等多家知名EDA
公司。

李显丰
销售副总

上海理工大学， 20多年
的半导体与封装行业经
验，国内第一批接触先进
封装理念，先后帮助ASE
上海、长电科技、华天科
技、南通富士通等建立了
先进封装设计团队。协助
国内众多研究所和企业，
完成了具有标杆性的重大
科研项目。

方家恩
董事长
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锐杰微-郑州封测基地
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锐杰微-郑州封测基地 FCBGA封装产线
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锐杰微先进封装系统开发

锐杰微集团介绍

锐杰微先进封装/Chiplet规划
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苏州先进封装测试基地建设



RMT Confidential @201926

苏州先进封装测试基地建设

序号 工作内容 2022年 2023年
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 前期调研
2 可行性研究报告编报及批复
3 工程设计
4 土建施工
5 动力设备安装与调试
6 工艺设备商务谈判与签约
7 人员培训
8 工艺设备安装与调试
9 试生产
10 竣工验收

项
目
建
设
进
度
表

总投资18亿

一期投资
8.63亿

苏 州 总 部 示 意 图 - 年产1080万只大颗高端倒装球栅格阵列芯片

2023年底一
期投入使用
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 先进封装产品和产线规划

 产品方向：

FCBGA（含Chiplet工艺）封装测试

 产线规划（苏州基地）：

1F：7500平方，4 assembly lines

2F：7500平方，4 assembly lines

3F：7500平方，Test (FT+SLT) & Lab

 计划总投资18亿元，其中：

一期约8.63亿（生产设备约4.7亿元），

2023年底完成

先进封装/Chiplet规划

 Chiplet发展规划

 夯实大尺寸FCBGA量产进程：

以郑州基地为基础，未来苏州基地为拓展；

 积极开发硅转接板合作；

 加强ABF载板厂商合作，保证ABF载板供

应；

 同步开展高密度载板新技术开发合作。
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结语
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